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(57) Abstract: The invention concerns an electrically active hybrid biochip equipped with a printed circuit wafer provided with a 
polymer support, whereof one surface at least comprises an electrically conductive layer with several electrodes. On said electrically 
conductive layer are applied one or more acrylic polymer or varnish layers of epoxy resin, phenol resin, silicone resin or fluorinated 
polymer, said layers being structured by photolithography or by electronic beam and applied while leaving exposed at least one of the 
electrodes. The microfluidic system further comprises a material layer for microchannels with an outer surface wherein are arranged 
recesses forming microchannels, said material layer comprising PDMS (polymethylsiloxane, SYLGARD®, DOW Corning), other 
organic siloxanes and their polymerization products, silicones, polyacrylates (such as PMMA) and/or elastomers with functional 
groups containing oxygen and/or nitrogen (for example, polysulphone, polyimide, polycarbonate and/or polyacrylnitrile). The outer 
surface comprising recesses of the material layer for microchannels is in contact with the photosensitive varnish layer of the printed 
circuit wafer such that the two electrodes are aligned with one of the recesses arranged in the lithography-structured varnish layer, 
the outer surface of the material layer being in sealed fluid communication with the polymer or varnish layer of the printed circuit 
wafer. 

(57) Zusammenfassung: Der hybride elektrisch aktive Biochip ist versehen mit einer Leiterplatine, die eine Polymer-Tragerschicht 
aufweist, wobei mindestens eine Seite der Tragerschicht mit einer elektrisch leitenden Schicht versehen ist, die mehrere Elektroden 
aufweist, und auf die elektrisch leitende Schicht unter Freilassung zumindest einer der Elektroden eine oder mehrere photolithogra- 
phisch bzw. mittels Elektronenstrahl strukturierbare Lack- bzw. Polymerschicht(-en) auf Acryl-, Epoxidharz, Phenolharz-, Silicon- 
harz- Fluorpolymerbasis aufgebracht ist Femer weist das Mikrofluidik-System eine Mi krokanal -Material lage mit einer Aussenseite 
auf, in die Mikrokanale bildende Vertiefungen eingebracht sind, wobei die Materia] lage PDMS (Polydimetylsiloxan, SYLGARD*, 
DOW 
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Corning), andere Organosiloxane sowie deren Polymerisationsprodukte, Silikone, Polyacrylate (wie z.B. PMMA), und/oder Elas- 
tomere mit sauerstoff- und/oder sticks toffhalti gen funktionalen Gruppen (z.B. Polysulfon, -imid, -carbonat und/oder -acrylnitril) 
aufweist, wobei die Vertiefungen aufweisende Aussenseite der Mikrokanal-Materiallage die Photolackschicht der Leiterplatine de- 
rart kontaktiert, dass die mindestens zwei Elektroden mit jeweils einer der Vertiefungen, die durch die lithographisch strukturierte 
Lackschicht realisiert werden, fluchtet und wobei die Aussenseite der Materiallage fluiddicht mit der Lack- bzw. Polymerschicht 
der Leiterplatine verbunden ist. 



